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1 产品概述 

CXAMBE1031SNII 是一款用于语音处理和数据通信的前端信号处理芯片，

其内部集成了一个 16 位 A/D 和一个 16 位 D/A 转换器，可广泛应用于包括低码

率、高质量的语音压缩编码、语音增强、语音识别和合成等语音信号处理领域。 

1.1 产品特性 

◆ 可实现与 ADI 公司的 AD73311 功能兼容 

◆ 单电源供电：3.3V 

◆ 1 路 16 位 A/D 转换器 

◆ 1 路 16 位 D/A 转换器 

◆ 可编程的输入/输出采样速率 

◆ 最大采样速率：64kS/s 

◆ 性噪比（SNR）：ADC：76dB；DAC：77dB 

◆ 可编程的输入/输出增益 

◆ 最多可实现 8 颗芯片级联 

◆ 质量等级：工业级 

1.2 管脚排列 

 

图1 管脚排列图（顶视图） 

引出端管脚说明： 

序号 符号 功能 

1 VOUTP 模拟输出正端 

2 VOUTN 模拟输出负端 

3 AVDD1 模拟电源，用于连接模拟输出驱动器 

4 AGND1 模拟地，用于连接模拟输出驱动器 

5 VINP 模拟输入正端 

6 VINN 模拟输入负端 

7 REFOUT 带缓冲的基准输出，正常值为 1.2V 
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序号 符号 功能 

8 REFCAP 旁路电容，连接 0.1uF 电容到 AGND2 

9 AVDD2 模拟电源 

10 AGND2 模拟地 

11 DGND 数字地 

12 DVDD 数字电源 

13 RESET 复位端，低电平有效 

14 SCLK 输出串行移位时钟 

15 MCLK 主时钟，MCLK 由外部信号驱动 

16 SDO 串行数据输出，在 SCLK 的上升沿可输出数据或状态信息 

17 SDOFS SDO 信号的帧同步输出 

18 SDIFS SDI 信号的帧同步输入 

19 SDI 串行数据输入，在 SCLK 的下降沿可输入数据或状态信息 

20 SE 串行接口(SPORT)使能端 

1.3 功能框图 

 
图2 功能框图 

2 电特性 

2.1 绝对最大额定值 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

AVDD，DVDD（对 GND） VCC 2.7 5.5 V 

数字 I/O 电压（对 DGND） - -0.3 DVDD+0.3 V 

模拟 I/O 电压（对 AGND） - -0.3 AVDD+0.3 V 

工作温度 TA -40 +85 ºC 

2.2 推荐工作条件 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

AVDD，DVDD（对 GND） VCC -0.3 7 V 

AGND（对 DGND） - -0.3 0.3 V 
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参数 符号 最小值 最大值 单位 

数字 I/O 电压（对 DGND） - -0.3 DVDD+0.3 V 

模拟 I/O 电压（对 AGND） - -0.3 AVDD+0.3 V 

工作温度 TA -40 +85 ºC 

贮存温度 TSTG -65 +150 ℃ 

结温 Tj 150 ℃ 

2.3 电特性 

若无特殊说明，测试条件为 TA = -40℃～+85℃，VDD = 3.0V～3.6V。 

条件 模拟电流 
内部数字

电流 

外部接

口电流 
总电流 SE 

MCLK 

ON 
说明 

ADC 2 4.5 0.5 8.0 1 YES REFOUT 禁用 

ADC 和 DAC 5.6 4.8 0.5 12.5 1 YES REFOUT 禁用 

REFCAP 0.65 0 0 1.0 0 NO REFOUT 禁用 

REFCAP 和

REFOUT 
2.7 0 0 3.8 0 NO  

OFF 0 0.6 0 0.75 0 YES  

OFF 1μ 0.5μ 0 20μ 0 NO  

3 应用信息 

3.1 典型应用 

 
图3 典型应用（搭配 CXAMBE2000QN） 

3.2 操作规程及注意事项 

器件必须采取防静电措施进行操作。取用器件时应佩戴防静电手套，防止

ESD 对器件造成损伤。在进行器件焊接或安装时，应注意器件的方向；将器件从

电路板上取下时，应注意施力方向以确保器件管脚均匀受力。 

推荐下列操作措施： 

a) 器件应在防静电的工作台上操作，或佩戴防静电手套； 
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b) 试验设备和器具应做好接地处理； 

c) 不能随意触摸器件表面及引线； 

d) 器件应存放在导电材料制成的容器中（如：集成电路专用盒）； 

e) 生产、测试、使用以及转运过程中应避免使用引起静电的塑料、橡胶或丝

织物； 

f) 相对湿度尽可能保持在 50%以上； 

g) 使用时，正确区分器件的电源和地，防止发生短路。 

3.3 运输和储存 

器件贮存环境温度为-65℃～+150℃，使用指定的防静电包装盒进行产品的

包装和运输。在运输过程中，确保器件不要与外物发生碰撞。 

3.4 开箱和检查 

开箱使用器件时，请注意观察器件管壳上的产品标识。确定产品标识清晰，

无污迹，无擦痕。同时，注意检查器件管壳及引脚。确定管壳无损坏，无伤痕，

管脚整齐，无缺失，无变形。 

4 封装形式（SOP20） 

  

  

尺寸符号 
单位：mm 

最  小 公  称 最  大 

A 0.80 1.00 1.20 

A1 0.05 - 0.15 

A2 0.90 1.00 1.05 
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尺寸符号 
单位：mm 

最  小 公  称 最  大 

A3 0.34 0.44 0.54 

b 0.20 0.24 0.28 

b1 0.19 0.22 0.24 

c 0.10 - 0.19 

c1 0.10 0.13 0.15 

D 6.40 6.50 6.60 

E 6.20 6.40 6.60 

E1 4.30 4.40 4.50 

e 0.65BSC 

L 0.45 0.60 0.75 

L1 1.00REF 

θ 0° - 8° 

 


